
Milhares de chips em uma lamina 
O processo de fabricação de circuitos integrados envolve centenas de etapas, 
podendo durar de 1 a 3 meses. A CEITEC domina todas essas etapas de fabriação. 

Insumos 
Lâminas de silício de alta pureza, 
gases, químicos, metais, etc. 

Lâminas 

D Deposi�ão de filmes finos
Coloca substâncias específicas em 
uma camada (10 a SOOnn) utilizando 
gases ou materiais metálicos. 

IE'I Deposi�ão 
IIL:I de filme 

sensível à luz 

D Fotolitografia
Desenho a ser 
impresso no material 
fotossensível 
(máscara). 

Luz -----=:-e 
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Produto 
fotossensível 

Uma única lâmina 
resulta em milhares de 

circuitos integrados 
construídos lado a lado. 

li Difusão
Etapa em alta 
temperatura para 
a oxidação ou 
recozimento em 
cada camada, 
além da deposição 
de materiais 
específicos. 

etapas anteriores e 
prepara a lâmina 
para as próximas 
etapas. 

m Corrosão
Remove materiais do filme fino 
conforme o desenho impresso. 

D lmplanta�ão Iônica
Introdução de novos materiais 
para alteração das proprieda­
des elétricas do silício. 
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• Saiba mais sobre a CEITEC em: www.ceitec-sa.com (• CEITEC 


